HEITEC
HH

engineering solutions

ELEKTRONIK

D)
<
m
Z
LL
pd
I
@)
9p)
<
p=
o
=z
D
Z
Ll
©)
<
—
prd
<

Gehause-Losung fur universellen Einsatz

In enger Zusammenarbeit mit seinem Kunden, einem
Hersteller von Komponenten und Systemen der Industrie-
elektronik, entwickelte HEITEC eine universell einsetzbare
Gehause- und Systemlésung, die in unterschiedlichen
Industriezweigen eingesetzt werden kann und ab sofort
die neue Standardplattform des Kunden darstellt. Durch
ihr modulares Design kann sie flexibel an den jeweiligen
Anwendungsfall angepasst werden und ermdéglicht z.B.
auch eine einfache built-to-order-Konfiguration.

Um ein moglichst wandlungsfahiges System bereitstellen
zu kénnen, entschied man sich fur die Verwendung der
Tisch- und Systemgehausefamilie HeiPac Vario Modul
mit einer Breite von 42TE in Kombination mit spezifischen
Sonderkomponenten. Um dem Corporate Design des
Kunden zu entsprechen, ist das Deck- und Bodenblech
im gewunschten Farbton lackiert. Ausgestattet mit Auf-
stellftBen ist das System vor allem fur den Betrieb im
Labor und in der Forschung/Entwicklung gedacht. Die
AufstellfuBe kdnnen aber auch abgenommen werden. Das
System ist jederzeit an die moglichen Verwendungs-
zwecke anpassbar. So stehen eine Vielzahl von 19“-Halte-
flanschen, Haltegriffen fur die Front, Tragegriffe fur den
Deckel oder z.B. auch Aufstell-/Tragebtgel zur Auswahl.

Das gesamte System ist als EMV-Variante konzipiert, damit
bei méglichen Zulassungstests keine Uberraschungen

zu erwarten sind. Dies unterstreicht auch das integrierte
230V-Eingangsterminal mit zusatzlicher Sicherung und
EMV-Filter. Damit kénnen unterschiedliche — fur den
jeweiligen Einsatzzweck passende — Stromversorgungen
in das System eingebaut und angeschlossen werden.

Das modulare 19-Zoll-Gehausekonzept ermdéglicht die
Integration von Backplanes verschiedenster Standards
durch den Kunden. Die gangigen Standards sind z.B.
VPX, CompactPCI®, CompactPCI®-Serial aber auch der
schon langer existierende VMEbus™. Durch die Gehause-
tiefe von Uber 280 mm ist auch die Integration von
Rear-1/0-Baugruppen (werden auf der Ruckseite einge-
schoben) jederzeit moglich.

Durch die vielfaltigen Anwendungsgebiete kénnen die
Innenausbauten und damit auch die Warmeentwicklung
im System stark variieren. Um die Flexibilitat aufrecht zu
erhalten, ist der Baugruppentrager mit zwei 80 mm Luftern
ausgestattet. Diese sorgen fur eine BelUftung in vertikaler
Richtung, sind fur einen Temperaturbereich von -20°C bis
+70°C zugelassen und lassen sich durch zusétzlich vor-
handene Regel- und Uberwachungsanschliisse problem-
los an das Temperaturmanagement des spateren Systems
anbinden.

ANWENDUNGSBEISPIEL
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Universelle Gehauseldsung

Frontale Ansicht des Standard-Gehauses inklusive der vom Ruckansicht mit vorbereitetem Netzeingang und zusatzli-
Kunden nachtraglich montierten Backplane und Netzteil chem Raum fur Rear-1/O-Baugruppen

Technische Kurzbeschreibung

> Tisch- und Systemgehéause HeiPac Vario Modul in Kund i
Kombination mit kundenspezifischen Komponenten undenvorteile
> Variable und kompakte Gehause-Losung fur vielfaltige

Einsatzmoglichkeiten

> Kompatibel mit Backplanes verschiedener Standards
> TxBxH: 283 mm x 42TE x 4HE

> 2x 80 mm Lufter mit PWM- und Tacho-Anschlissen - - .
(Temperaturbereich -20°C bis +70°C) > Vielfaltige Montage- und Transportmdglichkeiten

> Vorbereitet fur integrierbares Beluftungskonzept

> Preisglnstige Systemlésung

> Verschiedene Griffvarianten wéhlbar
> Vorbereitet fur Rear-1/0
> EMV-Variante
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